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Designing Inspiration

I NT09-115X

Low-Profile-CPU-KUhlkorper
far Intel LGA1156 /LGA1155/
LGA1150/LGA1151

Besondere Eigenschaften

® Fir Intel LGA1156/1155/1150/1151-Prozessoren

e Speziell fur flache Systeme entwickelt, nur 45 mm hoch

® Einstellbarer lautloser 92-mm-Lufter, der ausgezeichnete Kiuhlung und
gerauscharmen Betrieb bietet

® Stranggepresste Aluminiumlamellen fiur gute Warmeableitung

® Verstarktes Ruckplattendesign reduziert Motherboard-Biegung zur Bereitstellung eines festeren
CPU-Kontakts

Spezifikationen
Modell Nr. SST-NT09-115X
Material Aluminiumkern, stranggepresste Aluminiumlamellen
Anwendung Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151
Kuhlsystem 92mm PWM
Luftergrofle 92mm(W) x 25mm(H) x 92mm(D)
Luftergeschwindigkeit 550 ~ 2500 RPM
Max Luftdurchlass 0.136 ~ 2.8mmH20
Max Luftdruck 10.34 ~ 47.0CFM
Lautstarke 18.5 ~ 32.0dBA
CPU TDP 65W
Nettogewicht 213.5g (mit Lufter)

Abmessung inkl. Lifter ~ 96mm(W) x 45mm(H) x 96mm(D)
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